I! HOTOPRINT

Leiterplatten

Technische Daten

Einseitig Doppelseitig Multilayer Flex Starr-Flex
Bohrungen & Vias Materialstarken
Verhaltnis Bohrlochtiefe zu min. 12:1 Max. LP-Endstarke 3,5 mm
Bohrdurchmesser
Min. LP-Endstarke 0,1Tmm
Min. Enddurchmesser 0,1Tmm
Max. Kupferschichtstarke 235 pm
Sackloch - min. Enddurchmesser 0,2 mm
Min. Kupferschichtstarke 9um
Sackloch - min. AuBenlage 0,35 mm
Paddurchmesser Min. Lagenabstand 0,05 mm
Sackloch - min. Innenlage 0,35 mm
Paddurchmesser GroBen
Sackloch - Aspect Ratio 11 Max. LeiterplattengréBe - 490 x580 mm
doppelseitig
AuBenIagen Max. LeiterplattengroBe - 405 x 535 mm
Multilayer
Min. Leiterbahnbreite 0,08 mm
Min. Leiterbahnabstand 0,08 mm Frisen & Toleranzen
Min. Paddurchmesser 0,35 mm . .
Min. Innenradius 0,25 mm
Frastoleranz 30,10 mm
Innenlagen
Ritztechnik - min. 0,5 mm
Min. Leiterbahnbreite 0,08 mm Materialstarke
Min. Leiterbahnabstand 0,08 mm Toleranz DK-Durchmesser +0,10/ -0,05 mm
Min. Paddurchmesser 0,35 mm Toleranz Bohrposition +0,05 mm
Toleranz Basismaterialstarke 310 %
SMD & Komponenten
Min. SMD-Pad 0,2 mm
Min. Bauteilabstand 0,37 mm
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!! Technische Daten

Leiterplatten

Einseitig Doppelseitig Multilayer Flex Starr-Flex
Lackfreistellung Oberflachenveredelung

Abziehlack - min. Uberdeckung 0,3mm ® HAL /HAL bleifrei

Abziehlack - min. Freistellung 0,6 mm ® Chem. Ni/Pd/Au (ENIPIG)

Lotstoppmaske - min. Freistellung 0,05 mm ® Chem. Ni/Au(ENIG)

® Galvanisch Ni/Au

Lotstoppmaske = Chem. Sn

® Grin = QSP

® Rot

O WeiB Basismaterialien

@ Schwarz = Alle FR4”

® Blau ® Polyimid™

(Lackwerke Peters) = Rogers”
Spezialdruck ®  Aluminium (Cu-kaschiert)™

" Bei UL-gekennzeichneten Leiterplatten eingeschrankte FR4-

® Abziehlack - RoHS-kompatibel Basismaterialien und Ltstopplacke
* Ohne UL-Kennzeichnung

® Carbondruck

Zertifizierungen

UL-Zertifizierung (US und C) fiir ZPVM2 und ZPVM8
E-File: E119015
ZPVM8 wird durch CSA anerkannt
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